
Parts layout
<English> <Japanease>
-The layout of the main devices on each board is shown below. ・各基板の主要デバイスのレイアウトを以下に示します。
-Parts such as LDOs, connectors, transistors, inductors, resistors, capacitors, etc. are omitted.・LDO、コネクタ、トランジスタ、インダクタ、抵抗、コンデンサ、等の部品は説明割愛します。
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【SoC PWB】

【Audio_Pre PWB】 【Audio_Power PWB】
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Wifi/BT Module with cover(TOP) Wifi/BT Module without cover(TOP)

Wifi/BT Module(BOTTOM)

WifiBT Module

AntennaAntenna

Connector
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